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분산 용액의 물성에 따른 세리아 나노입자의 특성 변화 
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반도체 제조 공정 중 공정은 패드와 웨이퍼 그 CMP (Chemical Mechanical Planarization) 
리고 슬러리의 기계적 화학적 작용으로 막 제거 및 평탄화를 수행하는 주요한 공정이다 이. 
때 사용하는 슬러리는 연마 입자 첨가제 등이 혼합된 현탄액으로 연마 막에 따라 다양한 , 
조성의 슬러리를 공정에 사용하고 있다 특히 나노 세리아 입자는 CMP . ILD (Inter-layer 

공정에 사용하는 슬러리에 주로 적용되고 dielectric), STI (Shallow trench isolation) CMP 
있고 슬러리 내 분산되어 있는 나노 세리아 입자의 크기 분포 분산 안정성 등은 분산액의 , , 

과 같은 특성에 의해 큰 영향을 받는다pH, zeta potential .[1, 2] 은 에 따른 세리아  Fig. 1 pH
입자의 변화를 나타내고 있다 사이에서 나노 세리아 입자는 등전위zeta potential . pH 2-4 
를 가지고 뭉침이 발생 할 수 있다 따라서 본 연구에서는 분산액의 물성에 따라서 나노 , . , 
세리아 입자의 크기 분포 분산 안정성이 어떻게 변화하는지 확인하고자 한다, .

에 따른 나노 세리아 입자의 Fig. 1 pH Zeta  potential
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